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«МТ-Системс» – один из российских 
лидеров в области поставок электрон-
ных компонентов. 

Мы работаем на рынке электрон-
ного оборудования с 1998 года и за 
это время зарекомендовали себя как 
профессионального дистрибьютора 
высокотехнологичных товаров и надеж-
ного партнера, с которым выгодно и 
удобно строить бизнес.

Наш ассортимент:
Мы предлагаем полный комплекс 

востребованных современной промыш-
ленностью электронных компонентов. 

Наши ведущие направления – это:
•• микропроцессоры;
•• память;
•• индикация;
•• беспроводные решения;
•• соединители, а также ряд других видов        

оборудования.
Наша компания постоянно расширяет 

и обновляет ассортимент продукции, 
предлагая заказчикам самые совре-
менные и инновационные технические 
решения. В нашем каталоге Вы найдете 
оптимальный вариант оборудования и 

комплектующих для выполнения Вашей 
задачи. Также мы готовы по Вашему 
заказу поставить электронику напря-
мую от производителей или реализовать 
специальный проект по изготовлению 
уникальной электронной аппаратуры. 
Наши профессиональные консультанты 
помогут Вам сделать выбор.

Каждому нашему заказчику мы предо-
ставляем наиболее выгодные и удобные 
условия сотрудничества.

Cильные стороны компании  
«МТ-Системс»:

•• Высококвалифицированный персо-
нал, ориентированный на потребителя, 
– один из наших самых ценных ресурсов, 
который позволяет нам разрабатывать 
для клиентов самые эффективные реше-
ния в области электроники.

•• Прямые соглашения с производите-
лями продукции, благодаря которым 
наши заказчики получают высококаче-
ственные изделия по лучшим в России 
ценам.

•• Развитая партнерская сеть в регионах, 
за счет которой наша компания органи-
зует оперативные поставки электронных 

компонентов по всей России, а также в 
странах ближнего зарубежья.

•• Эффективная система клиентской тех-
нической поддержки, обеспечивающая 
наших заказчиков всеми необходи-
мыми вспомогательными услугами для 
оптимального использования нашей 
продукции.

••  Надежное логистическое подразделе-
ние, позволяющее производить поставки 
продукции в кратчайшие сроки.

•• Современная система менеджмента 
качества, сертифицированная в соответ-
ствии с мировыми стандартами ISO 9001, 
– гарантия высокой надежности наших 
товаров и услуг.

Благодаря этим преимуществам мы 
занимаем уверенное положение на 
рынке. Однако мы планируем не останав-
ливаться на достигнутом: наш коллектив 
постоянно работает над усовершенство-
ванием услуг и стремится превосходить 
все ожидания заказчиков.

Мы будем рады сотрудничеству с 
Вами!

О КОМПАНИИ

О КОМПАНИИ

П
О

Л
УП

РО
ВО

Д
Н

И
КИ

А
КСЕСС

УА
РЫ

А
Н

ТЕН
Н

Ы
3G

 / LTE
2G

 / G
PS / G

LO
N

A
SS 

Санкт-Петербург:
ул. Калинина, д.13
Тел.:  +7 (812) 325-36-85
Факс: +7 (812) 786-85-79
e-mail: info@mt-system.ru

Москва:
ул. Красноармейская, д.11, корп.1
Тел.: +7 (495) 988-20-73
Факс: +7 (495) 988-20-74
e-mail: moscow@mt-system.ru

Екатеринбург:
ул. Шевченко, д.18, оф.508
Тел.: +7 (343) 3-111-007
e-mail: ekb@mt-system.ru

Новосибирск:
ул. Владимировская, д.2/1, офис 418
Тел.: +7 (383) 383-0-208
e-mail: nsk@mt-system.ru
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ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

Texas Instruments

-

-

-

ONS

-
-

Toshiba 

-

Renesas

Samsung 

ISSI 

FLASH.

Macronix 

Transcend

Aimtec

-

TDK-EPCOS

IXYS

-

-

Hitachi Power Semiconductors 

-

StarPower Semiconductor Ltd.

-
-

Mersen

-

SIMCom Wireless Solutions - LTE, 3G, GSM\GPRS 

-

Amotech -

INPAQ -
-

Beyondoor -

-

WIZNet

APAC Optoelectronics

-

Tianma-NLT

Innolux

-

AU Optronics

-
-

Futaba 

Varitronix 

Winstar, Bolymin

WiseChip

Kingbright

-

 
Bridgelux

-

Molex Incorporated

TE  connectivity

Amphenol LTW 

-

KDS 

-

Panasonic

-

Pulse

EEMB 

Hsuan Mao -

Wago

-

Deca

Degson
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                                                                                                            2G модули SIMCom   Wireless Solutions

Название Модуль
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Интерфейсы  Напряжение 
питания, В

П
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м

А

Температурный 
диапазон, °C Особенности

SIM800C — * 12 15.7 x 17.6 x 2.3 LCC * Analog 1in/1out — * * * * * * * 2 UART, 1 USB, ADC, 
up to 3 GPIO, Bluetooth 3.4 ... 4.4 0.88 -40 ... +85

Компактный корпус, посадочное 
место совместимо с модулем SIM868, 
доступная цена, наличие на складе в 

Санкт-Петербурге

SIM800C-DS — * 12 15.7 x 17.6 x 2.3 LCC/LGA * Analog 1in/2out; 
1 PCM * * * * * * * *

2 SIM, 2 UART, PCM, I2C, 
SDIO, 1 USB, ADC, GPIO, SD, 

Bluetooth
3.4 ... 4.4 < 1.50 -40 ... +85

Компактный корпус, посадочное 
место совместимо с модулем 

SIM868, наличие на складе в Санкт-
Петербурге.

SIM868 — * 12 15.7 x 17.6 x 2.3 LCC/LGA * Analog 1in/2out * * * * * * * *

2 UART (GSM/GPRS) +           
1 UART(GNSS), USB, GPIO, 
ADC, SD, I2C, RTC, Analog 

audio, Bluetooth  

3.4 ... 4.4 0.65 -40 ... +85

Комбо модуль GSM + GNSS, высокая 
чувствительность -167 dBm, быстрый 

старт <1 сек., малое потребелние, 
раздельное питание трактов.

SIM800 — * 12 24 x 24 x 3 LCC * Analog 1in/1out; 
1 PCM — * * * * * * *

UART, 1 USB, ADC, 24 GPIO, 
Keypad, SPI, PWM,  I2C, SD, 

Bluetooth
3.4 ... 4.4 1.171 -40 ... +85

Поддержка CSD, корпус 24 х 24 мм  
совместим с 3G модулем SIM5300E,  

наличие на складе в
 Санкт-Петербурге.

SIM800F — * 12 24 х 24 х 3 LCC * Analog 1in/1out — * * * * * * *
2 UART, 1 USB, ADC,  PWM, 

PCM, GPIO, I2C, Keypad, SPI, 
Bluetooth,

3.4 … 4.4 0.85 -40 ...+85
Корпус 24 х 24 мм совместим с 3G 

модулем SIM5300E, наличие на 
складе в Санкт-Петербурге.

SIM800H — * 12 15.8 x 17.8 x 2.4 LGA * Analog 2in/2out; 
1 PCM — * * * * * * *

2 UART, 1 USB, ADC, 3 GPIO, 
Keypad, SPI, PWM, 2ISINK, 

I2C, SD, Bluetooth
3.4 ... 4.4 0.88 -40 ... +85 Поддержка CSD, EDGE-RX, наличие 

на складе в Санкт-Петербурге.

                                                                                                         GPS/Glonass модули   SIMCom Wireless Solutions

Название Модуль Навигационные 
системы Чипсет

Количество 
каналов: 

слежения/ 
захвата

Точность, м 
(CEP 50% 24 

часа)

Время 
старта:

холодный/ 
горячий, сек 

Размеры, мм Тип монтажа Сопрово-
ждение 

Повторный 
захват

Холодный 
старт

Напряжение 
питания, В

Потребление 
(режим захвата), 

мА

Потребление 
(режим 

сопровождения), 
мА

Температурный 
диапазон, °C Особенности

SIM68M GPS/Glonass/ Galileo MT3333 33/99 2.5 28/1 10.1 х 9.7 х 2.5 LCC -165  -160 -148 2.8 ... 4.3 < 25 < 18 -40 ... +85 

Поддерживают    
дополнительный функционал:  
одометр, контроль  скорости 
и геозон, выдача 3D-вектора 
скорости и координат ECEF, 
доступная цена, наличие на 
складе в Санкт-Петербурге.

SIM68R GPS/Glonass/ Galileo MT3333 33/99 2.5 28/1 17 х 22 х 27 LCC -167  -157 -148 2.8 ... 4.3 < 34 < 30 -40 ... +85

SIM68V GPS/Glonass/ Galileo MT3333 33/99 2.5 28/1 16 х 12.2 х 2.7 LCC -167  -157 -148 2.8 ... 4.3 < 34 < 30 -40 ... +85

SIM68E GPS/Glonass/ Galileo MT3333 33/99 2.5 28/1 13 х 15 х 2.3 LCC -165  -160 -148 2.8 ... 4.3 < 25 < 20 -40 ... +85

SIM33ELA GPS/Glonass/ Galileo MT3333 33/99 2.5 28/1 14 х 9.6 х 2.15 LCC -165  -160 -147 2.8 ... 4.3 < 25 < 20 -40 ... +85
Встроенная чип антенна, 
доступная цена, наличие на 
складе в Санкт-Петербурге.

Geos-5М GPS/Glonass/Galileo G5 engine 44/44 2.5 27/2 14.3 х 13.7 х 2.6 LCC  -163  -155 -147 1.6 ... 3.7
(1.8 ном.) < 75 < 42 -40 ... +85

Модификация Геос-3MR 
поддерживает выдачу 
необработанных данных (raw 
data)

EB800A GPS/ГЛОНАСС/
Beidou MT3333 33/99 2.5 35/1.5 15 х 13 х 2.2 LCC -165  -160 -148 2.8 ... 4.3 < 26 < 22 -40 ... +85

Модуль может работать в 
режимах GPS+ГЛОНАСС или 
GPS+BEIDOU

EB-845A GPS/ГЛОНАСС/
Beidou MT3333 33/99 2.5 35/1.5 28 x 26.3 x 8.2 LCC -165  -160 -148 3.0…4.2 < 28 < 25 -40 ... +85

Модуль может работать в 
режимах GPS+ГЛОНАСС или 
GPS+BEIDOU

2G, GPS/GLONASS МОДУЛИ 2G, GPS/GLONASS МОДУЛИ
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                 3G/LTE   модули    SIMCom Wireless Solutions

Название Модуль GPRS/
EDGE

UMTS/HSUPA/
HSDPA+ LTE Скорость обмена, 

входящий трафик
Скорость обмена, 
исходящий трафик Размеры, мм Тип монтажа UART USB I2C Аудиоканалы E-Call GNSS Поддержка

камеры
Поддержка 
карт памяти

Напряжение 
питания, В

Потребление 
(sleep 

mode),мА

Температурный 
диапазон, °С

SIM5300E * UMTS/HSUPA/
HSDPA+ — 7.2 Мбит/с 5.76 Мбит/с 24 х 24 х 2.3 LCC * * *

1 PCM; 
опционально 

Analog 1in/1out
— — — -— 3.4 ... 4.4 0.88 -40 ... +85

SIM5360E * UMTS/HSUPA/
HSDPA — до 14.4 Мбит/c до 5.76 Мбит/c   30 х 30 х 2.9 LCC * * * 1 PCM * GPS/Glon-

ass — SD/SDHC/
MMC 3.3 ... 4.2 от 1.2       

(GNSS off) -40 ... +85

SIM5320E * UMTS/HSDPA — до 3.6 Мбит/c до 384 кбит/c   30 х 30 х 2.9 LCC * * * 1 PCM;
Analog 1in/2out * GPS — — 3.3 ... 4.2 от 2.2 -40 ... +85 

SIM5216E * UMTS/HSDPA — до 3.6 Мбит/c до 384 кбит/c   36 х 26 х 4.5 разъем AXK- 
770247G * * * 1 PCM;

Analog 2in/3out — — * SD/SDHC/
MMC 3.4 ... 4.2 от 1.2 -40 ... +85

SIM7000E * —
Category 
NB1, M1    

B3/B8/B20
375 кбит/с 300 кбит/с   24 х 24 х 2.6 LCC * * * 1 PCM — GPS/Glon-

ass — — 3.4 … 4.2
до 1

PSM 7мкА
-40 … +85

SIM7100E * UMTS/HSUPA/
HSDPA/HSPA+

Category 3 
B1/B3/B7/B8/
B20/D38/B40

LTE: до 100 Мбит/с    
HSPA+: до 42.2 Мбит/с  
HSDPA: до 2.8 Мбит/с

LTE: до 50 Мбит/с    
HSPA+: до 5.76 Мбит/с  
HSUPA: до 2.2 Мбит/с  

  30 х 30 х 2.9 LCC * * * 1 PCM * GPS/Glon-
ass — SD/SDHC/ 

SDXC/MMC 3.4 ... 4.2
менее 5, 

от 1.2
 (GNSS off)

-40 ... +85

SIM7500E * — Category 1               
B3/B7/B20 10 Мбит/c 5 Мбит/с  24 х 27 х 2.75 LCC * * * 1 PCM — GPS/Glon-

ass — — 3.4 … 4.2 менее 5 -40 … +85

          PCIE 3G/LTE модули   SIMCom Wireless Solutions

Название Модуль GPRS/
EDGE

UMTS/HSUPA/
HSDPA+ LTE Скорость обмена, 

входящий трафик
Скорость обмена, 
исходящий трафик Размеры, мм Тип монтажа UART USB I2C Аудиоканалы E-Call GNSS Поддержка

камеры
Поддержка 
карт памяти

Напряжение 
питания, В

Потребление 
(sleep 

mode),мА

Температурный 
диапазон, °С

SIM7100E-
PCIE * UMTS/HSUPA/

HSDPA/HSPA+

Category 3 
B1/B3/B7/B8/
B20/D38/B40

LTE: до 100 Мбит/с    
HSPA+: до 42.2 Мбит/с  
HSDPA: до 2.8 Мбит/с

LTE: до 50 Мбит/с    
HSPA+: до 5.76 Мбит/с  
HSUPA: до 2.2 Мбит/с  

  51 х 30 х 4.95 miniPCI-e * * * 1 PCM;          
Analog 1in/1out * GPS/Glon-

ass — — 3.2 ... 3.6 от 1.8       -40 ... +85

SIM7100E- 
MIFI * UMTS/HSUPA/

HSDPA+

Category 3 
B1/B3/B7/B8/
B20/B38/B40

100 Мбит/с 50 Мбит/с 51 х 32 х 5,35 miniPCI-e * * * 1 PCM * GPS/Glon-
ass — — 3.2 … 3.6 17,44** -40 … +85

SIM7100E-   
MIFIA * UMTS/HSUPA/

HSDPA+

Category 3 
B1/B3/B7/B8/
B20/B38/B40

100 Мбит/с 50 Мбит/с 51 х 32 х 5,35 miniPCI-e * * * 1 PCM;         
Analog 1in/1out * GPS/Glon-

ass — — 3.2 … 3.6 17,44** -40 … +85

SIM5360-PCIE;     
PCIEA * UMTS/HSUPA/

HSDPA — до 14.4 Мбит/c до 5.76 Мбит/c   51 х 31.9 х 3.95 miniPCI-e * * * 1 PCM;          
Analog 1in/1out * GPS/Glon-

ass — — 3.2 ... 3.6 от 1.4       
(GNSS off) -40 ... +85

3G/LTE МОДУЛИ 3G/LTE МОДУЛИ
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** - с сохранением регистрации в сети (3G, AT+CSCLK=0, AT+CFUN=1)
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Микроконтроллеры Renesas

Fa
m

ily

G
ro

up

Fl
as

h 
(K

B
)

R
A

M
 (K

B
)

P
in

Vo
lta

ge
 (V

)

M
ax

 F
re

q
(M

H
z)

Interfaces

Features

U
A

R
T

C
S

I

I2
C

S
P

I

S
S

I

E
th

er
ne

t

U
S

B

C
A

N

LI
N

S
D

H
I

IrD
a

R
L7

8

RL78/G10 1-4 0.125-0.5 10-16 2-5.5 20 ● ● ● 10-16 pin

RL78/G11 16 1.5 20-25 1.6-5.5 24 ● ● ● Low Pin, Configurable Analog, Power-Saving

RL78G12 2-16 0.25-2 20-30 1.8-5.5 24 ● ● ● ● Standard (Small)

RL78/G13 16-512 2-32 20-128 1.6-5.5 32 ● ● ● ● ● Standard

RL78/G14 16-512 2.5-48 30-100 1.6-5.5 32 ● ● ● ● ● High Function

RL78/G1A 16-64 2-4 25-64 1.6-3.6 32 ● ● ● ● Analog

RL78/G1C 32 5.5 32-48 2.4-5.5 24 ● ● ● ● ● USB

RL78/G1D 128-256 12-20 48 1.6-3.6 32 ● ● ● BLE (BluetoothLowEnegy)

RL78/G1F 32-64 5.5 24-64 1.6-5.5 32 ● ● ● ● ● ● High Function/Motor

RL78/G1G 8-16 1.5 30-44 2.7-5.5 24 ● ● ● Small Motor

RL78/L12 8-32 1-1.5 32-64 1.6-5.5 24 ● ● ● ● LCD (Small)

RL78/L13 16-128 1-8 64-80 1.6-5.5 24 ● ● ● LCD

RL78/L1C 64-256 8-16 80-100 1.6-3.6 24 ● ● ● ● LCD, USB

RL78/L1A 48-128 5.5 80-100 1.8-3.6 24 ● ● ● LCD

RL78/I1A 32-64 2-4 20-38 2.7-5.5 32 ● ● ● ● ● Hi-Res PWM, Hi-Speed Comparator, Hi-Temp, DALI

RL78/I1C 64-256 6-16 64-100 1.7-5.5 32 ● ● ● ● Metering, 24-bit Delta-Sigma

RL78/I1D 8-32 0.7-3 20-48 1.6-3.6 24 ● ● ● Ultra Low Power, Analog 
(12-bit ADC with comparator, Op-amp)

RL78/I1E 32 8 32-36 2.4-5.5 32 ● ● ● Analog Front End + MCU, 24-bit Delta-Sigma

R
X

RX110 8-128 8-16 36-64 1.8-3.6 32 ● ● ● Low Pin, Low power, 4x4 mm package

RX111 16-512 8-64 36-64 1.8-3.6 32 ● ● ● ● USB

RX113 128-512 32-64 64-100 1.8-3.6 32 ● ● ● ● ● Capacitive Touch, USB, LCD

RX130 64-128 10-16 48-80 1.8-5.5 32 ● ● ● Touch Key

RX210 64-1024 12-96 48-145 1.62-
5.5 50 ● ● ● 1.62-V operation, Flash 1MB

RX21A 256-512 32-64 64-100 1.8-3.6 50 ● ● ● 24-bit Delta-Sigma ADC / Security

RX220 32-256 4-16 48-100 1.62-
5.5 32 ● ● ● 1.62-V operation, Entry-level

RX231, 
RX230 128-512 32-64 48-100 1.8-5.5 54 ● ● ● ● ● ● ● DSP, FPU, Touch-key, Communication, Security

RX23T 64-128 12 48-64 2.7-5.5 40 ● ● ● DSP, FPU, 1 Motor

RX24T 128-256 16 80-100 2.7-5.5 80 ● ● ● DSP, FPU, 2 Motor, PGA

RX24U 256-512 32 100-144 2.7-5.5 80 ● ● ● ● DSP, FPU, 2 Motor, Differential PGA, 3ch S&H

RX62G 128-256 8-16 100-112 4-5.5 100 ● ● ● ● ● CAN, Advanced Motor Control, Safety, 
Power Control

RX62N, 
RX621 256-512 64-96 85-176 2.7-3.6 100 ● ● ● ● ● ● CAN, USB Host, Ethernet

RX62T 64-256 8-16 64-112 2.7-5.5 100 ● ● ● ● ● CAN, Advanced Motor Control, Safety

RX630 384-2048 64-128 80-177 2.7-3.6 100 ● ● ● ● ● CAN, USB Function

RX634 1024-2048 128 144 2.7-5.5 54 ● ● ● HDMI (CEC), Remote Control Reception, Safety

RX63N, 
RX631 0-2048 64-256 48-177 2.7-3.6 100 ● ● ● ● ● ● CAN, USB Host, Function, Etherner, Encryption, 

Safety, Image Capture

RX63T 32-512 8-48 48-144 2.7-5.5 100 ● ● ● ● ● CAN, USB Host, Function, Advanced Motor 
Control, Safety, Power Control

RX64M 2048-4096 552 100-177 2.7-3.6 120 ● ● ● ● ● ● ● ● MMC Host Interface, Encryption, Safety

RX65N, 
RX651 512-1024 256 100-145 2.7-3.6 120 ● ● ● ● ● ● ● MMC Host Interface, Encryption, Safety, Image 

Capture

RX71M 2048-4096 552 100-177 2.7-3.6 240 ● ● ● ● ● ● ● IoT, MMC Host Interface, Encryption, Safety

S
yn

er
gy

Synergy S1 64-128 16-24 32-64 1.6-5.5 32 ● ● ● ● ● ARM Cortex-M0+, Ultra-Low Power, DALI, 
Capacitive Touch Sensing Unit 

Synergy S3 256-1024 32-192 40-145 1.6-5.5 48 ● ● ● ● ● ● ● ● ARM Cortex-M4, Floating Point Unit, 
External Memory Bus, LCD, Touch

Synergy S5 1024-2048 640 100-176 2.7-3.6 120 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ARM Cortex-M4, External Memory Bus, LCD, 
JPEG, 2D Engine

Synergy S7 3072-4096 640 100-224 2.7-3.6 240 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ARM Cortex-M4, External Memory Bus, LCD, 
JPEG, 2D Engine, Touch Unit

БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ PANASONIC

Беспроводные решения Panasonic включают в себя широкий спектр технологий, с акцентом 
на помощь инженерам-конструкторам для ускорения выхода на рынок. Портфолио продук-
тов Panasonic охватывает все современные коммуникационные протоколы с готовыми к 
использованию модулями для Bluetooth®, Bluetooth® Low Energy и Wi-Fi. Решения Panasonic 
Wireless Connectivity разработаны для упрощения разработки и позволяют инженерам-про-
ектировщикам быстро добавлять функционал беспроводной связи в свои разработки не 
требуя всеобъемлющих знаний по разработке беспроводного оборудования и программно-
го обеспечения.

PAN1322 – модуль Bluetooth 2.1 + EDR со встроенной антенной, созданный на базе радио 
трансивера Intel® Bluetooth PMB8754. Модуль поддерживает работу по профилю последова-
тельного порта (SPP) и управляется АТ-командами.
∙ Bluetooth class 2
∙ Встроенная chip-антенна
∙ Classic Bluetooth v 2.1 + EDR, профиль SPP
∙ Корпус LGA 15,6 x 8,7 x 1,8 мм2
∙ Питание: 2,9…4,1 В
∙ Чувствительность приёмника -86 дБм
∙ Потребление в Sleep Mode: 80 мкА
∙ Промышленный температурный диапазон: -40°С до +85°С

PAN1740 - модуль Bluetooth Low Energy со встроенной антенной, созданный на базе радио 
трансивера Dialog DA14580. PAN1740 имеет компактный экранированный корпус с габари-
тами 9,0 x 9,5 x 1,8 мм, совместимый по посадочным местам с модулем PAN1325B.
∙ Bluetooth class 3
∙ Встроенная chip-антенна
∙ Bluetooth Low Energy (v. 4.1)
∙ Корпус LGA 9,0 x 9,5 x 1,8 мм
∙ Питание: 2,35…3,3 В
∙ Чувствительность приёмника –93 дБм
∙ Потребление в режиме Sleep mode: <1 мкА
∙ Промышленный температурный диапазон: -40°С до +85°С

 PAN1026  – DualMode–модуль (BLE и Classic) со встроенной антенной, созданный на базе 
радио трансивера Toshiba TC35661. Модуль совместим по посадочным местам с модулем 
PAN1322.
∙ Bluetooth class 2
∙ Встроенная chip-антенна
∙ BLE (профиль GATT) + Classic (профиль SPP)
∙ Корпус LGA 15,6 x 8,7 x 1,8 мм2
∙ Питание: 1,8…3,3 В
∙ Чувствительность приемника – 93 дБм
∙ Потребление в режиме Sleep mode <100 мкA
∙ Промышленный температурный диапазон: -40°С до +85°С

PAN1325B и PAN1315B - сверхкомпактные модули Bluetooth 2.1 + EDR в двух вариантах 
исполнения (с/без антенны) для промышленных приложений, созданные на базе радиотран-
сивера Texas Instruments CC2560B и работают по интерфейсу HCI.
∙ Bluetooth class 2
∙ Classic Bluetooth v 2.1 + EDR
∙ Корпус LGA 9,5 x 9,0 x 1,8 мм2 (с антенной) и 6,5 x 9,0 x 1,8 мм2 (без антенны)
∙ Питание: 1,8…4,8 В
∙ Чувствительность приёмника -93 дБм
∙ Потребление в Sleep Mode: 135 мкА
∙ Промышленный температурный диапазон: -40°С до +85°С

PAN9310 и PAN9320 - Wi-Fi модули в двух вариантах исполнения (с антенной и без), 
созданные на связке чипа Marvell® 88W8782 и микроконтроллера 88MC200. Поддерживается 
работата в режиме Client, в режиме Access Point, и в обеих режимах одновременно.
∙ Излучаемая мощность до 100 мВт (Class 1)
∙ Стандарты Wi-Fi b/g/n
∙ Корпус LGA 29,0 x 13,5 x 2,66 мм2
∙ Питание: 3,0…3,6 В
∙ Чувствительность приёмника -93 дБм
∙ Потребление: 430 мА в режиме Tx и 160 мА в режиме Rx
∙ Рабочий диапазон температур: -30°С до +70°С
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GSM/3G/LTE АНТЕННЫ ВНУТРЕННИЕ GSM/3G/LTE АНТЕННЫ ВНЕШНИЕ

WAG-H-LTE4-00-001
∙ Частота: 850/900/1800/1900/2100/2600 MHz
∙ Усиление: 2.5 dBi
∙ Размеры: 40 x 5 x 6 мм
∙ Установка: SMT монтаж

PA.25A
∙ Частота: 850/900/1800/1900/2100 MHz
∙ Усиление: 4.5 dBi
∙ Размеры: 35 x 5 x 5 мм
∙ Установка: SMT монтаж

W3073
∙ Частота: 850/900/1800/1900/2100 MHz
∙ Усиление: 2 dBi
∙ Размеры: 10 x 3.2 x 4 мм
∙ Установка: SMT монтаж

W3544A/B
∙ Частота: 850/900/1800/1900/2100 MHz
∙ Усиление: -1.5 dBi
∙ Размеры: 26 x 7.65 x 3 мм
∙ Установка: SMT монтаж

WA-F-P5-03-005
∙ Частота: 850/900/1800/1900/2100 MHz
∙ Усиление: 1.8 dBi
∙ Размеры: 70 x 20 мм
∙ Кабель: 0.1 м
∙ Разъем: U.FL
∙ Установка: cамоклеящийся слой

W3554
∙ Частота: 850/900/1800/1900/2100/2600 MHz
∙ Усиление: -0.6 dBi
∙ Размеры: 120 x 30 x 0.2 мм
∙ Кабель: 0.15 м
∙ Разъем: U.FL
∙ Установка: cамоклеящийся слой

AMMAP007
∙ Частота: 850/900/1800/1900/2100 MHz
∙ Усиление: 2 dBi
∙ Размеры: 40 x 15 x 0.55 мм
∙ Кабель: 0.2 м
∙ Разъем: U.FL
∙ Установка: cамоклеящийся слой

DAM-P1-D-N0-000-08-02
∙ Частота: 850/900/1800/1900 MHz
∙ Усиление: 1 dBi
∙ Размеры: 75 мм
∙ Разъем: SMA (m)

BY-LTE-03-03
∙ Частота: 850/900/1800/1900/2100/2600 MHz
∙ Усиление: 3 dBi
∙ Размеры: 195 мм
∙ Разъем: SMA (m)

BY-3G-05
∙ Частота: 850/900/1800/1900/2100 MHz
∙ Усиление: 2.5 dBi
∙ Размеры: 115 x 22 x 4 мм
∙ Кабель: 3 м (опционально др. длина)
∙ Разъем: SMA(m) / FAKRA-II-D
∙ Установка: cамоклеящийся слой

BY-3G-06-06
∙ Частота: 850/900/1800/1900/2100 MHz
∙ Усиление: 5 dBi
∙ Размеры: 129 x 74 мм
∙ Кабель: 3 м (опционально др. длина)
∙ Разъем: SMA (m)
∙ Установка: магнитное основание

BY-3G-03-01
∙ Частота: 850/900/1800/1900/2100 MHz
∙ Усиление: 2.5 dBi
∙ Размеры: 140 мм
∙ Разъем: SMA (m)

BY-3G-01 
∙ Частота: 850/900/1800/1900/2100 MHz
∙ Усиление: 1.5 dBi
∙ Размеры: 75 мм
∙ Разъем: SMA (m)

WA-P-P5-00-001
∙ Частота: 850/900/1800/1900/2100 MHz
∙ Усиление: 2 dBi
∙ Размеры: 40 x 10 x 3.2 мм
∙ Установка: SMT монтаж

BY-GSM-Dielec
∙ Частота: 850/900/1800/1900 MHz
∙ Усиление: 2 dBi
∙ Размеры: 17 x 11 x 2 мм
∙ Установка: SMT монтаж

PCS.06.A.
∙ Частота: 850/900/1800/1900/2100/2600 MHz
∙ Усиление: 3 dBi
∙ Размеры: 42 x 10 x 3 мм
∙ Установка: SMT монтаж

AMMAP014
∙ Частота: 850/900/1800/1900/2100 MHz
∙ Усиление: 2 dBi
∙ Размеры: 35 x 9 x 3.2 мм
∙ Установка: SMT монтаж

BY-AMPS-GSM-FPCB1
∙ Частота: 850/900/1800/1900 MHz
∙ Усиление: 1 dBi
∙ Размеры: 33 x 8 мм
∙ Кабель: 0.1 м
∙ Разъем: U.FL
∙ Установка: cамоклеящийся слой

W3538
∙ Частота: 850/900/1800/1900/2100 MHz
∙ Усиление: 4.5 dBi
∙ Размеры: 40 x 15 x 0.7 мм
∙ Кабель: 0.15 м 
∙ Разъем: U.FL
∙ Установка: cамоклеящийся слой

FXP14.07.0100A
∙ Частота: 850/900/1800/1900/2100 MHz
∙ Усиление: 2.5 dBi
∙ Размеры: 70 x 20 x 0.1 мм
∙ Кабель: 0.1 м
∙ Разъем: U.FL
∙ Установка: cамоклеящийся слой

146200-0001
∙ Частота: 698-960/171-2700 MHz
∙ Усиление: 4.5 dBi
∙ Размеры: 40x5x5 мм
∙ Установка: SMT монтаж

DAM-P2-D-N0-000-08-02
∙ Частота: 850/900/1800/1900 MHz
∙ Усиление: 1 dBi
∙ Размеры: 51 мм
∙ Разъем: SMA (m)

BY-3G-02-01
∙ Частота: 850/900/1800/1900/2100 MHz
∙ Усиление: 2.15 dBi
∙ Размеры: 110 мм
∙ Разъем: SMA (m)

BY-GSM-05-01-10KR
∙ Частота: 850/900/1800/1900 MHz
∙ Усиление: 3.5 dBi
∙ Размеры: 108 x 16.8 x 4.7 мм
∙ Кабель: 3 м (опционально др. длина)
∙ Разъем: SMA (m) / FAKRA-II-D
∙ Установка: cамоклеящийся слой

BY-GSM-04 
∙ Частота: 850/900/1800/1900 MHz
∙ Усиление: 3.5 dBi
∙ Размеры: 142 x 30(Ф) мм
∙ Кабель: 3 м (опционально др. длина)
∙ Разъем: SMA(m)
∙ Установка: магнитное основание

 

BY-3G-12 
∙ Частота: 850/900/1800/1900/2100 MHz
∙ Усиление: 2.5 dBi
∙ Размеры: 89 x 30(Ф) мм
∙ Кабель: 3 м (опционально др. длина)
∙ Разъем: SMA(m)
∙ Установка: магнитное основание 

GSMQB2-085-A (065-A)
∙ Частота: 850/900/1800/1900/2100 MHz
∙ Усиление: 2 dBi
∙ Размеры: 83 x 16 мм
∙ Кабель: 3 м (опционально др. длина)
∙ Разъем: SMA(m) / FAKRA-II-D
∙ Установка: cамоклеящийся слой

W1900
∙ Частота: 850/900/1800/1900/2100 MHz
∙ Усиление: 2 dBi
∙ Размеры: 49.5 x 18 мм
∙ Разъем: SMA (m)

DAM-P4-D-R2-300-08-00
∙ Частота: 850/900/1800/1900/2100 MHz
∙ Усиление: 3 dBi
∙ Размеры: 108 x 17 мм
∙ Кабель: 3 м 
∙ Разъем: SMA(m) 
∙ Установка: cамоклеящийся слой

BY-LTE-06-02
∙ Частота: 850/900/1800/1900/2100/2600 MHz
∙ Усиление: 3 dBi
∙ Размеры: 45 x 116 мм
∙ Кабель: 3 м (опционально др. длина)
∙ Разъем: SMA (m)
∙ Установка: магнитное основание

BY-LTE-06
∙ Частота: 850/900/1800/1900/2100/2600 MHz
∙ Усиление: 5 dBi
∙ Размеры: 45 x 290 мм
∙ Кабель: 5 м (опционально др. длина)
∙ Разъем: SMA (m)
∙ Установка: магнитное основание

GSM/3G/LTE АНТЕННЫ ВНУТРЕННИЕ GSM/3G/LTE АНТЕННЫ ВНЕШНИЕ
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AMMAP003
∙ Частота: 850/900/1800/1900/2100 MHz
∙ Усиление: 2.4 dBi
∙ Размеры: 24 x 5.5 x 4.4 мм
∙ Установка: SMT монтаж
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PA1590MI4G-101-17
∙ Частота: 1575-1610 MHz
∙ Усиление: 4.5 dBi
∙ Размеры: 25 x 25 x 4 мм
∙ Установка: SMT монтаж

W3216
∙ Частота: 1575 - 1606 MHz
∙ Усиление: -2 dBi
∙ Размеры: 13 x 13 x 5 мм
∙ Установка: SMT монтаж

W3095
∙ Частота: 1575/1598 - 1610/2400 MHz
∙ Усиление: 2.5 dBi
∙ Размеры: 10 x 3.2 x 1.5 мм
∙ Установка: SMT монтаж

B35-3556920-AMT03
∙ Частота: 1575 - 1608 MHz
∙ Усиление: 4 dBi
∙ Размеры: 35 x 35 x 3 мм
∙ Установка: SMT монтаж

146235-0001 Helix SMT
∙ Частота: 1556-1607 MHz
∙ Усиление: 1.1 Bi
∙ Размеры: 5 x 4 x 3 мм
∙ Поляризация: эллиптическая
∙ Установка: SMT монтаж

A25-4102920-AMT02
∙ Частота: 1575 - 1608 MHz
∙ Усиление: 3.5 dBi
∙ Размеры: 25 x 25 x 4 мм
∙ Установка: SMT монтаж

 BY-Glonass-184-SMD
∙ Частота: 1575-1602 MHz
∙ Усиление: 2 dBi
∙ Размеры: 18 x 18 x 4 мм
∙ Установка: SMT монтаж

BY-Iridium-254
∙ Частота: 1616 – 1626 MHz
∙ Усиление: 3 dBi
∙ Размеры: 25 x 25 x 4 мм
∙ Установка: SMT монтаж

BY-GPS/Glonass-02-NEW
∙ Частота: 1575-1602 MHz
∙ Усиление: 28 dBi
∙ Размеры: 27 x 27 x 8.2 мм
∙ Кабель: 0.15 м
∙ Разъем: U.FL
∙ Установка – SMT монтаж

BY-GPS/GLONASS-254
∙ Частота: 1575-1602 MHz
∙ Усиление: 4 dBi
∙ Размеры: 25 x 25 x 4 мм
∙ Установка: SMT монтаж

CGGP.25.4.A.02
∙ Частота: 1575 - 1610 MHz
∙ Усиление: 5 dBi
∙ Размеры: 25 x 25 x 4 мм
∙ Установка: SMT монтаж

W3010
∙ Частота: 1560 - 1610 MHz
∙ Усиление: 3 dBi
∙ Размеры: 10 х 3.2 х 2 мм
∙ Установка: SMT монтаж

A18-4135920-AMT04
∙ Частота: 1575 - 1608 MHz
∙ Усиление: 3 dBi
∙ Размеры: 18 x 18 x 4 мм
∙ Установка: SMT монтаж

ACM4-5036-A1-CC-S
∙ Частота: 1575 – 1615 MHz
∙ Усиление: 3.4 dBi
∙ Размеры: 5.2 x 3.7 x 0.7 мм
∙ Установка: SMT монтаж

GPS/ГЛОНАСС/IRIDIUM АНТЕННЫ ВНУТРЕННИЕ

GPS/ГЛОНАСС/IRIDIUM АНТЕННЫ ВНЕШНИЕ

GPSGLONASS03D-S6-01-A
∙ Частота: 1575-1615 MHz
∙ Усиление: 32 dBi
∙ Размеры: 34.5 x 37.5 мм
∙ Кабель: 5 м
∙ Разъем: SMA(m)
∙ Установка: магнитное основание

BY-GPS/GLONASS-06
∙ Частота: 1575 - 1602 MHz
∙ Усиление: 28 dBi
∙ Размеры: 15 x 46 мм
∙ Кабель: 3 м (опционально др. длина)
∙ Разъем: SMA (m)
∙ Установка: крепление винтом

BY-GPS/GLONASS/GSM-01 
∙ Частота: 850/900/1800/1900/1575-1602 MHz
∙ Усиление: 32 dBi
∙ Размеры: 70 x 70 x 14 мм
∙ Кабель: 5 м (опционально др. длина)
∙ Разъем: SMA (m)
∙ Установка: магнитное основание (опцио-
нально  др. тип)

IAA.01.301111
∙ Частота: 1616 - 1626 MHz
∙ Усиление: 4 dBi
∙ Размеры: 40.5 x 38 x 12.3 мм
∙ Кабель: 3 м (опционально др. длина)
∙ Разъем: SMA (m)
∙ Установка: магнитное основание

BY-GPS-GLONASS-10
∙ Частота: 1575-1602 Mhz
∙ Усиление: 28 dBi
∙ Размеры: 42 x 36 мм
∙ Кабель: 5 м (опционально др. длина)
∙ Разъем: SMA(m)
∙ Установка: магнитное основание

GPSGLONASS03D-S6-05-A
∙ Частота: 1575-1615 MHz
∙ Усиление: 32 dBi
∙ Размеры: 34.5 x 37.5 мм
∙ Кабель: 5 м
∙ Разъем: FAKRA-II-C
∙ Установка: магнитное основание

BY-GPS/GLONASS-98
∙ Частота: 1575 - 1602 MHz
∙ Усиление: 28 dBi
∙ Размеры: 14 x 63 мм
∙ Разъем: SMA (m) 

BY-GPS/GLONASS/GSM-06 
∙ Частота: 850/900/1800/1900/1575-1602 MHz
∙ Усиление: 28 dBi
∙ Размеры: 84 x 54 x 62 мм
∙ Кабель: 5 м (опционально др. длина)
∙ Разъем: SMA (m)
∙ Установка: крепление винтом

BY-GPS-GLONASS-10
∙ Частота: 1575-1602 Mhz
∙ Усиление: 28 dBi
∙ Размеры: 42 x 36 мм
∙ Кабель: 5 м (опционально др. длина)
∙ Разъем: FAKRA-II-C
∙ Установка: магнитное основание

GPS/ГЛОНАСС/IRIDIUM АНТЕННЫ 2.4/5 GHZ АНТЕННЫ
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ALA321C3
∙ Частота: 2.4 GHz
∙ Усиление: 2.3  dBi
∙ Размеры: 3.2 x 1.6 x 1.2 мм
∙ Установка: SMT монтаж

2.4/5 GHZ АНТЕННЫ ВНУТРЕННИЕ 

ALA621C4
∙ Частота: 2.4 GHz
∙ Усиление: 3.5  dBi
∙ Размеры: 6 x 2 x 1.2 мм
∙ Установка: SMT монтаж

W3078
∙ Частота: 2.4/5 GHz
∙ Усиление: 4.3 dBi 
∙ Размеры: 3.2 x 1.6 x 1.1 мм
∙ Установка: SMT монтаж

W3525
∙ Частота: 2.4 GHz
∙ Усиление: 2 dBi
∙ Размеры: 48 x 11 x 0.8 мм
∙ Кабель: 0.1 м (опционально др. длина)
∙ Разъем: U.FL
∙ Установка: самоклеящийся слой

146153-0100
∙ Частота: 2.4/5 GHz
∙ Усиление: 4.75 dBi
∙ Размеры: 34.9x9 мм
∙ Кабель: 0.1 м
∙ Разъем: U.FL
∙ Установка: самоклеящийся слой

W3008G
∙ Частота: 2.4 GHz
∙ Усиление: 3.8 dBi
∙ Размеры: 3.2 x 1.6 x 1.1 мм
∙ Установка: SMT монтаж

BY-2400-01-01
∙ Частота: 2.4 GHz
∙ Усиление: 2.15 dBi
∙ Размеры: 65 x 15.1 x 0.8 мм
∙ Кабель: 0.1 м (опционально др. длина)
∙ Разъем: U.FL
∙ Установка: cамоклеящийся слой

W3315
∙ Частота: 2.4/5 GHz
∙ Усиление: 2.5 dBi
∙ Размеры: 45 x 6 мм
∙ Кабель: 0.1 м (опционально др. длина)
∙ Разъем: U.FL
∙ Установка: cамоклеящийся слой

47948-0001
∙ Частота: 2.4 GHz
∙ Усиление: 3.0 dBi
∙ Размеры: 3.14 х 3.14 х 4 мм
∙ Установка: SMT монтаж

146175-0001
∙ Частота: 2.4/5 GHz
∙ Усиление: 4.2 dBi
∙ Размеры: 5х4х3 мм
∙ Установка:  SMT монтаж
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Molex 89761-341x
∙ Разъем 1: SMA(f)
∙ Разъем 2: GSC(f) (UFL)
∙ Кабель: d=1.13 мм, L=10-30 см
∙ Номера для заказа:  
  89761-3411 (L=20 см)
  89761-3412 (L=10 см)
  89761-3413 (L=30 см)
  89761-3414 (L=15 см)

Molex 89761-167x
∙ Разъем 1: SMA(f)
∙ Разъем 2: отсутствует (облуженный и 
зачищенный контакт)
∙ Кабель: RG178
∙ Номера для заказа:  
  89761-1670 (L=12.7 см)
  89761-1674 (L=18 см)

Molex 73412-0110 GSC (f) (UFL) 
• Тип монтажа: поверхностный монтаж на 
плату (SMT)
• Для подключения кабельных сборок, 
внутренних антенн

Molex 89761-5370, IP67
∙ Разъем 1: SMA(f ) с силиконовым 
кольцом
∙ Разъем 2: GSC(f ) (UFL)
∙ Кабель: d=1.13 мм, L=9 см

Molex73251-2203 SMA, угловой 
∙ Тип монтажа: на плату через отверстие 
(Through Hole)
∙ Длина резьбовой части: 11.43 мм

Molex 89762-62x0
∙ Разъем 1: Fakra
∙ Разъем 2: отсутствует (облуженный и 
зачищенный контакт)
∙ Кабель: RG174, L=12 см
∙ Номера для заказа:  
  89762-6260 (C-code)
  89762-6270 (D-code)

Molex 73251-1143 SMA, прямой
∙ Тип монтажа: поверхностный на плату 
(SMT)

Molex 73391-0083 SMA, угловой
∙ Тип монтажа: на плату через отверстие 
(Through Hole)
∙ Длина резьбовой части: 5.1 мм

Molex 73251-5570 SMA, прямой
∙ Тип монтажа: на плату через отверстие 
(Through Hole)

Molex 73403-511x Fakra, угло-
вой
∙ Тип монтажа: на плату через отверстие 
(Through Hole)
∙ Номера для заказа:  
  73403-5112 (C-code, blue)
  73403-5113 (D-code, bordeaux)
  73403-5117 (H-code, violett)

Molex 73403-590x Fakra, прямой
∙ Тип монтажа: в торец платы (Edge Mount)
∙ Номера для заказа:  
  73403-5902 (C-code)
  73403-5903 (D-code)
  73403-5907 (H-code)

Molex 89761-50x0, IP67
∙ Разъем 1: Fakra с силиконовым кольцом
∙ Разъем 2: GSC(f) (UFL)
∙ Кабель: d=1.32 мм
∙ Номера для заказа:  
  89761-5050 (C-code, L=12 см)
  89761-5060 (D-code, L=15 см)

ВЧ РАЗЪЕМЫ И КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ

ДЕРЖАТЕЛИ SIM-КАРТ, MICRO-SIM КАРТ, NANO-SIM КАРТ

Molex 78800-0001 держатель 
micro-SIM
∙ Тип: hinge, metal cover
∙ Число контактов: 6 
∙ Тип монтажа: поверхностный на плату 
(SMT)

Molex 91228-3001 держатель 
SIM + 91236-0001 лоток
∙ Тип: ejector
∙ Число контактов: 6 основных+2 кон-
такта для определения наличия SIM 
карты
∙ Тип монтажа: поверхностный на плату 
(SMT)

433/868 MHZ АНТЕННЫ ВЧ РАЗЪЕМЫ И КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ / ДЕРЖАТЕЛИ SIM-КАРТ И MICRO-SIM-КАРТ

2G
 / 

G
PS

 / 
G

LO
N

A
SS

3G
 / 

LT
E

А
Н

ТЕ
Н

Н
Ы

А
КС

ЕС
С

УА
РЫ

П
О

Л
УП

РО
ВО

Д
Н

И
КИ

П
О

Л
УП

РО
ВО

Д
Н

И
КИ

А
КСЕСС

УА
РЫ

А
Н

ТЕН
Н

Ы
3G

 / LTE
2G

 / G
PS / G

LO
N

A
SS

BY-433-01
∙ Частота: 433 MHz
∙ Усиление: 1 dBi
∙ Размеры: 50/50/67 мм
∙ Разъем: SMA (m)

BY-868-02
∙ Частота: 868 MHz
∙ Усиление: 3 dBi
∙ Размеры: 90/90/95 мм
∙ Разъем: SMA (m) 

BY-2400-05-03
∙ Частота: 2400 MHz
∙ Усиление: 3.5 dBi
∙ Размеры: 145 мм
∙ Разъем: SMA (m)

BY-2400-05-07
∙ Частота: 2400 MHz
∙ Усиление: 7 dBi
∙ Размеры: 260 мм
∙ Разъем: SMA (m)

W1038
∙ Частота: 2400 MHz
∙ Усиление: 4.9 dBi
∙ Размеры: 169 мм
∙ Разъем: RPSMA (m)

W1027
∙ Частота: 2400 MHz
∙ Усиление: 3.2 dBi
∙ Размеры: 111 мм
∙ Разъем: RPSMA (m)

W1043
∙ Частота: 2400/5000 MHz
∙ Усиление: 4 dBi
∙ Размеры: 157 мм
∙ Разъем: RPSMA (m)

BY-2400-05-05-01
∙ Частота: 2400 MHz
∙ Усиление: 5 dBi
∙ Размеры: 198 мм
∙ Разъем: SMA (m)

W1010
∙ Частота: 2400 MHz
∙ Усиление: 2 dBi
∙ Размеры: 83 мм
∙ Разъем: SMA (m)

BY-433-02
∙ Частота: 433 MHz
∙ Усиление: 2 dBi
∙ Размеры: 90/90/95 мм
∙ Разъем: SMA (m)

BY-868-01
∙ Частота: 868 MHz
∙ Усиление: 2.2 dBi
∙ Размеры: 50/50/67 мм
∙ Разъем: SMA (m) 

BY-2400-04
∙ Частота: 2400 MHz
∙ Усиление: 3.5 dBi
∙ Размеры: 115 x 22 x 4 мм
∙ Кабель: 2.5 м (опционально др. длина)
∙ Разъем: SMA (m)
∙ Установка: самоклеящийся слой

433 / 868 MHZ АНТЕННЫ ВНЕШНИЕ

434/868 MHZ АНТЕННЫ ВНУТРЕННИЕ

2.4/5 GHZ АНТЕННЫ ВНЕШНИЕ

AMAN903012ST05
∙ Частота: 434/868 MHz
∙ Усиление: 1 dBi
∙ Размеры: 9 x 3 x 1.2 мм
∙ Установка: SMT монтаж

W3013
∙ Частота: 868 MHz
∙ Усиление: 1.4 dBi
∙ Размеры: 10 x 3.2 x 4 мм
∙ Установка: SMT монтаж

ILA.02
∙ Частота: 868 MHz
∙ Усиление: 1 dBi
∙ Размеры: 10 x 3.2 x 0.5 мм
∙ Установка: SMT монтаж

FXP280.07.0100A
∙ Частота: 868 MHz
∙ Усиление: 1.5 dBi
∙ Размеры: 75 x 45 x 0.1 мм
∙ Кабель: 0.1 м
∙ Разъем: U.FL
∙ Установка: самоклеящийся слой
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ДЕРЖАТЕЛИ SD И MICRO SD КАРТ

Hsuan Mao  C0636-06DAGBR0R 
держатель micro-SIM
∙ Тип монтажа: SMD
∙ Срок службы минимум 3000 циклов

Molex 78727-0001 держатель 
micro-SIM 
∙ Тип: push-pull
∙ Кол-во контактов: 6
∙ Тип монтажа: поверхностный на плату (SMT) 

Molex 104224-0820 держатель 
nano-SIM 
∙ Тип: Push\Pull 
∙ Число контактов: 6
∙ Тип монтажа: поверхностный на плату (SMT

HSM C0610-06BBAGBRR
∙ Число контактов: 6
∙ Срок службы: Минимум 10000  циклов

Molex  47388-2001 держатель 
SIM
∙ Тип: hinge, metall cover
∙ Число контактов: 6 
∙ Тип монтажа: поверхностный на плату 
(SMT)

Molex 47553-0001 держатель 
SIM
∙ Тип: push-push
∙ Число контактов: 6 
∙ Тип монтажа: поверхностный на плату 
(SMT)

Molex 503960-0695 держатель 
micro-SIM
∙ Тип: push-push
∙ Число контактов: 6 
∙ Тип монтажа: поверхностный на плату 
(SMT)

Molex 78646-3001 держатель 
micro-SIM
∙ Тип: push-pull
∙ Число контактов: 6 
∙ Тип монтажа: поверхностный на плату 
(SMT)

Molex 500901-0801 держатель 
microSD
∙ Тип: hinge, metall cover
∙ Тип монтажа: поверхностный на плату 
(SMT)

Molex 49225-0821 держатель 
microSD
∙ Тип: push-push
∙ Тип монтажа: поверхностный на плату 
(SMT)

Hsuan Mao C0637-08DASNBRR  
держатель microSD
∙ Тип: push-push
∙ Тип монтажа: поверхностный на плату 
(SMT)

Molex 500998-0900 держатель SD 
карты
∙ Тип: push-push
∙ Тип монтажа: поверхностный на плату 
(SMT)

Molex 104168-1620
держатель combo microSD/
micro-SIM
∙ Тип: push-pull
∙ Тип монтажа: поверхностный на плату (SMT)

Hsuan Mao C0616-09NASYB0R
держатель SD карты
∙ Тип: push-pull
∙ Тип монтажа: поверхностный на плату (SMT)

Molex 47308-0001 держатель SIM
∙ Тип: guide and holder
∙ Число контактов: 6 
∙ Тип монтажа: поверхностный на плату 
(SMT)

HSM C0612-06DBSB00 держатель 
SIM
∙ Число контактов: 6
∙ Срок службы: Минимум 5000 циклов

HSM C0626-16DSBR00
∙ Число контактов: 16
∙ Срок службы: 5000 циклов
∙ 2 SIM карты

Molex 78723-1001 держатель 
micro-SIM
∙ Тип: push-pull
∙ Число контактов: 6 
∙ Тип монтажа: поверхностный на плату 
(SMT)

ДЕРЖАТЕЛИ SIM-КАРТ / MICRO-SIM-КАРТ / SD И MICRO SD КАРТ

Molex 105405-XXXX, 105308-
XXXX Nano-Fit
Рекомендованы для применений в 
устройствах мониторинга автотран-
спорта
∙ Шаг: 2.50 мм
∙ Электрические хар-ки: I=4 А, U=300 В
∙ Тип монтажа: поверхностный на плату 
(SMT), на плату через отверстие (Through 
Hole), на кабель.
∙ Особенности: механическая и цветовая 
поляризация

Molex 34690-xxxx Stac64 
вертикальные PCB разъемы, DIP
Рекомендованы для применений в 
устройствах автомобильной электроники, 
соответствуют стандарту USCAR
∙ Кол-во контактов: 8, 12, 16, 20
∙ Шаг: 2.54 мм
∙ Электрические хар-ки: I=10 А, U=500 В
∙ 34690-0121 (12 конт., серый)
  34690-0200 (20 конт., черный)

Molex 34691-xxxx Stac64 угловые 
PCB разъемы, DIP
Рекомендованы для применений в 
устройствах автомобильной электро-
ники, соответствуют стандарту USCAR
∙ Кол-во контактов: 8, 12, 16, 20
∙ Шаг: 2.54 мм
∙ Электрические хар-ки: I=4 А, U=500 В
∙ 34691-0081 (8 конт., серый)
  34691-0160 (16 конт., черный)

Molex 34912-80xx, 34897-8xx0 
Mini50 угловые PCB разъемы, SMT
Рекомендованы для применений в терми-
налах ЭРА, соответствуют стандарту USCAR
∙ Кол-во контактов: 4, 8, 12, 16, 20, 24
∙ Шаг: 2.0 мм, высота: 9.94 (серия 34912), 
11.68 (серия 34897)
∙ Электрические хар-ки: I=4 А, U=500 В
∙ 34912-8043 (4 конт., зеленый)
  34912-8081 (8 конт., серый)
  34897-8160 (16 конт., черный)
  34897-8200 (20 конт., черный)
  34897-8240 (24 конт., черный)

Molex 34793-x0xx, 34826-xxxx 
Mini50 угловые PCB разъемы, DIP
Рекомендованы для применений в терми-
налах ЭРА, соответствуют стандарту USCAR
∙ Кол-во контактов: 4, 8, 12, 16, 20, 24
∙ Шаг: 2.0 мм, высота: 9.94 мм (серия 34793),
12.17 мм (серия 34826)
∙ Электрические хар-ки: I=4 А, U=500 В
∙ 34793-0043 (4 конт. зеленый)
  34793-0081 (8 конт., серый)
  34826-0160 (16 конт., черный)
  34826-0200 (20 конт., черный)
  34826-0241 (24 конт., серый) 

Molex 33481-0x0x, 33482-xxxx MX150 
вилки на кабель, IP67
Идеальное решение для автомобильных 
датчиков, возможна пломбировка
∙ Кол-во контактов: 2-6, 8, 12, 16, 20
∙ Ток: 22 А
∙ Доп. опция: чехлы для фиксации  защитной 
трубки (гофры), цвет: черный, серый
∙ 33481-0402 (4 конт.)
  33482-0601 (6 конт.) + 34950-0610 (чехол)
  33482-1201 (12 конт.) + 34950-1210 (чехол)

Molex  33471-0xxx, 33472-xxxx MX150 
розетки на кабель, IP67
Идеальное решение для автомобильных 
датчиков, возможна пломбировка
∙ Кол-во контактов: 2-6, 8, 12, 16, 20
∙ Ток: 22 А
∙ Доп. опция: чехлы для фиксации  защитной 
трубки (гофры), цвет: черный, серый
∙ 33471-0402 (4 конт.)
  33472-0601 (6 конт.) + 34951-0610 (чехол)
  33472-1201 (12 конт.) + 34951-1210 (чехол)

Molex  560020-0xx0, 502352-xx00 
DuraClik PCB разъемы, SMT
Рекомендованы для применений в авто-
мобильной бортовой аппаратуре
∙ Ориентация: вертикальные (серия 
560020), угловые (серия 502352)
∙ Шаг: 2.0 мм, высота: 9.3 мм (серия 560020), 
6.4 мм (серия 502352)
∙ Электрические хар-ки: I=3 А, U=125 В
∙ 560020-0320 (3 конт.)
  502352-1200 (12 конт.)

РАЗЪЕМЫ ПИТАНИЯ

Molex 34792-x0xx, 34825-xxxx 
Mini50 вертикальные PCB 
разъемы,  DIP
∙ Кол-во контактов: 4, 8, 12, 16, 20, 24
∙ Шаг: 2.0 мм
∙ Электрические хар-ки: I=4 А, U=500 B
∙ 34792-0040(4 конт.,  черный)
  34792-0081 (8 конт., серый)
  34825-0240 (24 конт., черный)

Molex 34791-00xx, 34824-0xx0 
Mini50 разъемы на кабель
∙ Кол-во контактов: 4, 8, 12, 16, 20, 24
∙ Шаг: 2.0 мм
∙ 34791-0041 (4 конт., серый)
  34791-0080 (8 конт., черный)
  34824-0125 (12 конт., серый)
  34824-0200 (20 конт., черный)
  34824-0240 (24 конт., черный)

РАЗЪЕМЫ ПИТАНИЯ
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МИКРОСХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОМЕНА ПИТАНИЯ ОТ TEXAS INSTRUMENTS

ПОЛИМЕРНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ PANASONIC 

TPS54360, понижающий 
импульсный преобразователь
• Входное напряжение: 4.5 … 60 В
• Выходное напряжение: 0.8 … 58,8 В
• Максимальный выходной ток: 3.5 А
• Частота работа: 100 кГц … 2.5 МГц
• Миниатюрный корпус: SO-8 + power pad
• Ток потребления в выключенном 
состоянии: 1.3 мкА

MAX3232EIDR, многоканальный 
драйвер RS-232 с электростатиче-
ской защитой
• Напряжение питания 3 … 5.5 В
•  Низкий ток потребления 300 мкА
•  ESD защита 

±15 кВ (HBM), 
±8 кВ (IEC61000-4-2, контактный разряд)
±15 кВ (IEC61000-4-2, воздушный разряд)

• Скорость до 250 кбит/с

BQ24070, микросхема заряда Li-Ion 
аккумулятора 
• Работа с Li-ion и Li-Pol аккумуляторами
• Функция автоматического переключе-
ния нагрузки на аккумулятор или входной 
источник питания
• Максимальный ток, выдаваемый в 
нагрузку с аккумулятора: 4 А
• Автоматический контроль температуры в 
процессе заряда

SN65HVD234, CAN-приёмо
передатчик с режимом сна 
• Количество приёмников/передачтиков: 
2/2
• Напряжение питания 3.3 В
• Скорость до 1 Мбит/с
• ESD защита более ±16 кВ
• Низкий потребляемый ток в режиме 
ожидания 200 мкА
• Ток в режиме сна 50 нА

TCAN1042 – CAN FD (Flex Data) 
интерфейс. Повышенная 
скорость передачи данных + 
усиленная защита.
• Напряжение питания: 5 В,
• Скорость: до 2(5) Mbps, - CAN FD
• Защита на сигнальных линиях: до ±70 В
• Корпус: SOIC8 (pin2pin стандарт), VSON8 
(3x3 мм).
• Режимы сна и пробуждения от шины

SN74AVC2T45, 2-х канальный 
преобразователь уровней 
• Количество каналов: 2
• Рабочее напряжение: 1.2 … 3.6 В
• Вход управления направлением 
передачи
• Максимальная скорость передачи 
данных: 500 Mbps
• Форм-фактор: SM-8, US-8, DSBGA

SN65HVD12, RS-435 
дифференциальный 
приёмопередатчик
• Количество приёмников/передатчиков: 1/1
• Напряжение питания 3.3 В
• ESD защита более 16 кВ (HBM)
• Полудуплекс
• Скорость до 32 Мбит/с
• Максимальное число узлов 256

Серии POS-CAP, SP-CAP, OS-CON, 
Hybrid Aluminium
• Отсутствие деградации емкости и напряже-
ния
• Высокий ток пульсации Irip
• Низкий ESR
• Длительный срок службы
• Стабильность характеристик в широком диа-
пазоне частот
• Отсутствие дерейтинга (возможность уста-
новки конденсаторов на номинальное рабочее 
напряжение)

SN74AVC4T245, 4-х канальный 
преобразователь уровней 
• Количество каналов: 4
• Рабочее напряжение: 1.2 … 3.6 В
• Вход управления направлением 
передачи
• Максимальная скорость передачи дан-
ных: 380 Mbps
• Форм-фактор: TVSOP-16, VQFN-16, UQFN-
16, SOIC-16, TSSOP-16
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СИЛОВЫЕ ИНДУКТИВНОСТИ TDK - EPCOS

ПАМЯТЬ MACRONIX

MACRONIX SLC NAND Flash Memory Selection Guide

Density Voltage Range Part Number
Organization
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x8 x16 TSOP-48 VFBGA-63 VFBGA-48

1Gb

2.7 ~ 3.6V

MX30LF1G18AC ● ● 4-bit ● 100k T XK

MX30LF1G28AC ● ● 8-bit ● 100k XK

MX30LF1GE8AB ● ● ECC-free ● 100k XK XQ

1.7 ~ 1.95V
MX30UF1G18AC ● ● 4-bit ● 100k T XK XQ

MX30UF1G16AC ● ● 4-bit ● 100k XK XQ

2Gb

2.7 ~ 3.6V

MX30LF2G18AC ● ● 4-bit ● 100k T XK

MX30LF2G28AC ● ● 8-bit ● 100k XK

MX30LF2GE8AB ● ● ECC-free ● 100k T

1.7 ~ 1.95V

MX30UF2G16AC ● ● 4-bit ● 100k XQ

MX30UF2G18AC ● ● 4-bit ● 100k XQ

MX30UF2G16AB ● ● 4-bit ● 100k XK

MX30UF2G18AB ● ● 4-bit ● 100k T XK

MX30UF2G26AB ● ● 8-bit ● 100k XK

MX30UF2G28AB ● 8-bit ● 100k T XK

MX30UF2GE8AB ● ● ECC-free ● 100k XK

4Gb

2.7 ~ 3.6V

MX30LF4G18AC ● ● 4-bit ● 100k T XK

MX30LF4G28AC ● ● 8-bit ● 100k T XK

MX30LF4GE8AB ● ● ECC-free ● 100k T

1.7 ~ 1.95V

MX30UF4G18AB ● ● 4-bit ● 100k T XK

MX30UF4G16AB ● ● 4-bit ● 100k XK

MX30UF4G26AB ● ● 8-bit ● 100k XK

MX30UF4G28AB ● ● 8-bit ● 100k T XK

MX30UF4GE8AB ● ● ECC-free ● 100k XK

8Gb 2.7 ~ 3.6V
MX60LF8G18AC ● ● 4-bit ● 100k T XK

MX60LF8G28AB ● ● 8-bit ● 100k T XK

TDK-EPCOS Inductors Selection Guide

L (μH) Tolerance
Measuring 

frequency (kHz)
DC resistance (Ω)

Rated current *
Part No.

Idc1 (A) Idc2 (A)

1,00 ±30% 100 0.011±30% 6,70 4,80 CLF6045NIT-1R0N-D

1,50 ±30% 100 0.013±30% 5,50 4,50 CLF6045NIT-1R5N-D

2,20 ±30% 100 0.015±30% 4,20 4,10 CLF6045NIT-2R2N-D

3,30 ±30% 100 0.019±30% 3,50 3,70 CLF6045NIT-3R3N-D

4,70 ±30% 100 0.023±30% 3,10 3,30 CLF6045NIT-4R7N-D

6,80 ±30% 100 0.027±30% 2,50 3,10 CLF6045NIT-6R8N-D

10,00 ±20% 100 0.035±20% 2,10 2,60 CLF6045NIT-100M-D

15,00 ±20% 100 0.060±20% 1,70 2,00 CLF6045NIT-150M-D

22,00 ±20% 100 0.075±20% 1,40 1,80 CLF6045NIT-220M-D

33,00 ±20% 100 0.100±20% 1,10 1,60 CLF6045NIT-330M-D

47,00 ±20% 100 0.130±20% 0,97 1,40 CLF6045NIT-470M-D

68,00 ±20% 100 0.200±20% 0,81 1,10 CLF6045NIT-680M-D

100,00 ±20% 100 0.320±20% 0,61 0,86 CLF6045NIT-101M-D

150,00 ±20% 100 0.480±20% 0,53 0,72 CLF6045NIT-151M-D

220,00 ±20% 100 0.720±20% 0,47 0,57 CLF6045NIT-221M-D

330,00 ±20% 100 0.920±20% 0,36 0,49 CLF6045NIT-331M-D

470,00 ±20% 100 1.300±20% 0,28 0,41 CLF6045NIT-471M-D

* Номинальный ток рассчитывается, как наименьшее из значений Idc1 и Idc2.	
Idc1: Значение тока при по падении индуктивности  на  30% ниже исходного 
значения;
Idc2: Ток при саморазогреве до 40°C.

• Полностью экранированные			 
• Температурный диапазон -55°C to +150°C			 
• Сертификат AEC-Q200 				  
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4Mb

2.7 ~ 3.6V MX25L4006E ● ● 86 80 ● ● M1 M2 ZU ZN

2.35 ~ 3.6V MX25V4006E ● ● 75 70 ● ● M1 ZU ZN

1.65 ~ 3.6V MX25R4035F ● ● 80 80 80 ● ● M1 ZU

1.65 ~ 2.0V
MX25U4035 ● ● ● 40 40 33 ● ● M1 ZU ZN

MX25U4033E ● ● ● 80 80 70 ● ●

8Mb

2.7 ~ 3.6V

MX25L8006E ● ● 86 80 ● ● M1 M2 ZU ZN P

MX25L8036E ● ● 133 133 108 133 M2

MX25L8073E ● ● 108 80 80 108 108 ● M2

2.35 ~ 3.6V MX25V8006E ● ● 75 70 ● ● M1 ZN

1.65 ~ 3.6V MX25R8035F ● ● 80 80 80 ● ● M1 M2 ZU

1.65 ~ 2.0V MX25U8033E ● ● ● 80 80 70 ● ● M1 M2 ZU ZN

16Mb
2.7 ~ 3.6V

MX25L1606E ● ● 86 80 ● ● M1 M2 M ZU ZN XC P

MX25L1633E ● ● 104 85 85 M2 ZU ZN

1.65 ~ 3.6V MX25R1635F ● ● 70 60 60 ● ● M2 ZU

32Mb

2.7 ~ 3.6V

MX25L3206E ● ● 86 80 ● ● M2 M ZU ZN XC P

MX25L3235E ● ● ● 104 86 86 86 86 ● ● M2 M ZN

MX25L3233F ● ● ● 133 133 133 133 133 ● ● M1 M2 ZB

1.65 ~ 3.6V MX25R3235F ● ● 70 60 60 ● ● M2 ZB ZN

1.65 ~ 2.0V MX25U3235F ● ● ● 104 84 104 104 ● M2 ZN

64Mb

2.7 ~ 3.6V

MX25L6406E ● ● 86 80 ● ● M2 MB M Z3 ZN XC XD

MX25L6435E ● ● ● 104 86 86 86 86 ● ● M2 M ZN Z2 XC

MX25L6433F ● ● ● 133 133 133 133 133

1.65 ~ 3.6V MX25R6435F ● ● 70 60 60 ● ● M2 ZB ZN

1.65 ~ 2.0V MX25U6435F ● ● ● 104 84 104 104 ● ● M2 ZN

128Mb
2.7 ~ 3.6V

MX25L12835F ● ● ● 133 133 133 133 133 133 ● ● M2 M ZN Z2

MX25L12845G ● ● ● 133 133 133 133 133 133 ● ● M2 M ZN Z2 XC XD

1.65 ~ 2.0V MX25U12835F ● ● ● 104 84 104 104 ● ● M ZN Z2

256Mb
2.7 ~ 3.6V

MX25L25635F ● ● ● 133 133 133 133 133 133 ● ● M Z2

MX25L25645G ● ● ● 133 133 133 133 133 133 ● ● M2 M Z2 XC XD

MX25L25655F ● ● ● 104 104 84 104 84 84 ● ● ● M XC XD

1.65 ~ 2.0V MX25U25635F ● ● ● 108 108 84 108 84 84 ● ● M Z2

512Mb
2.7 ~ 3.6V

MX66L51235F ● ● ● 104 104 84 104 84 84 ● ● M Z2 XD

MX25L51245G ● ● ● 166 166 133 ● ● M Z2 XD

1.65 ~ 2.0V MX66U51235F ● ● ● 108 108 84 108 84 84 ● ● M Z4

1Gb 2.7 ~ 3.6V
MX66L1G45G ● ● ● 166 166 133 ● ● M XD

MX66L1G55G ● ● ● 166 166 133 ● ● M Z2 XD

2Gb 2.7 ~ 3.6V MX66L2G45G ● ● ● 166 166 133 ● ● XD
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MACRONIX SPI NAND Flash Memory Selection Guide

Density Voltage Range Part Number

Organiza-
tion Temperature
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Package Options

x4 In
d. 8-WSON (8x6mm) 8-WSON (3.4x4.3mm) 16-SOP

1Gb 2.7 ~ 3.6V MX35LF1GE4AB ● ● SLC ECC-free Z2 Z4

2Gb 2.7 ~ 3.6V
MX35LF2G14AC ● ● SLC 4-bit Z2

MX35LF2GE4AB ● ● SLC ECC-free M




